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(57)摘要

ESOP8双基岛封装框架，其可以满足多个芯

片或不同极性的芯片共同作用的要求，可提高使

用的灵活性、降低成本，避免集成电路板结构复

杂、产品整体性能差的问题出现，其包括基岛、引

脚，所述引脚和基岛上的芯片连接，引脚通过塑

封料封装，所述引脚包括八个：所述八个引脚分

为两组分布于框架的上侧、下侧，其特征在于，所

述基岛包括两个：第一基岛、第二基岛，所述第一

基岛、第二基岛以所述框架的横向中心线为轴对

称布置，上侧的引脚和下侧的引脚分别与其邻近

的基岛上的所述芯片连接。
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1.一种ESOP8双基岛封装框架，其包括基岛、引脚，所述引脚和基岛上的芯片连接，引脚

通过塑封料封装，所述引脚包括八个：所述八个引脚分为两组分布于框架的上侧、下侧，其

特征在于，所述基岛包括两个：第一基岛、第二基岛，所述第一基岛、第二基岛以所述框架的

横向中心线为轴对称布置，上侧的引脚和下侧的引脚分别与其邻近的基岛上的所述芯片连

接。

2.根据权利要求1所述的一种ESOP8双基岛封装框架，其特征在于，所述上侧的引脚和

下侧的引脚所述框架的横向中心线为轴对称布置。

3.根据权利要求2所述的一种ESOP8双基岛封装框架，其特征在于，所述芯片包括第一

芯片、第二芯片，所述第一芯片的型号为GS069W，所述第二芯片的型号为BL6281，所述引线

包括十一根，分别为：第一引线至第十一引线，所述第一芯片通过所述第一引线至第四引线

分别连接所述第一引脚至第四引脚，所述第一芯片与所述第二芯片通过第五引线、第六引

线、第七引线连接，所述第二芯片通过所述第八引线至第十一引线分别连接所述第五引脚

至第八引脚。
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ESOP8双基岛封装框架

技术领域

[0001] 本发明涉及集成电路封装技术领域，具体为一种ESOP8双基岛封装框架。

背景技术

[0002] 随着手机、笔记本电脑等便携式小型数码电子产品需求量的提高以及芯片加工工

艺的不断进步，集成电路芯片生产进入批量生产阶段，使集成电路朝着小体积、高稳定性、

高质量方向发展成为本领域人员越来越关注的问题。集成电路主要由焊线框架、芯片以及

塑封体构成，通过塑封体将焊线框架、芯片封装在一起，目前常用的焊线框架包括ESOP8框

架，但是传统的ESOP8框架一般为单基岛结构，如图1所示，单基岛结构的ESOP8框架的使用

灵活性较差，芯片键合只能实现单个或双个同极性的芯片安装在基岛上，当需要多个芯片

或不同极性的芯片共同作用时，则需要通过增大基岛面积或再增加额外的封装器件和外部

连线的方式实现，这样不仅增加了产品成本，而且易导致集成电路板结构复杂、产品整体性

能变差的问题出现，无法满足客户对集成电路的小型化、简单化、高稳定性的要求。

发明内容

[0003] 针对现有技术中存在的单基岛结构的ESOP8框架使用灵活性较差，不能满足多个

芯片或不同极性的芯片共同作用的要求，而采用增大基岛面积或再增加额外的封装结构的

方式易导致成本高、集成电路板结构复杂、产品整体性能差的问题，本发明提供了一种

ESOP8双基岛封装框架，其可以满足多个芯片或不同极性的芯片共同作用的要求，可提高使

用的灵活性、降低成本，避免集成电路板结构复杂、产品整体性能差的问题出现。

[0004] 一种ESOP8双基岛封装框架，其包括基岛、引脚，所述引脚和基岛上的芯片连接，引

脚通过塑封料封装，所述引脚包括八个：所述八个引脚分为两组分布于框架的上侧、下侧，

其特征在于，所述基岛包括两个：第一基岛、第二基岛，所述第一基岛、第二基岛以所述框架

的横向中心线为轴对称布置，上侧的引脚和下侧的引脚分别与其邻近的基岛上的所述芯片

连接。

[0005] 其进一步特征在于，所述上侧的引脚和下侧的引脚所述框架的横向中心线为轴对

称布置；

所述芯片包括第一芯片、第二芯片，所述第一芯片的型号为GS069W，所述第二芯片的型

号为BL6281，所述引线包括十一根，分别为：第一引线至第十一引线，所述第一芯片通过所

述第一引线至第四引线分别连接所述第一引脚至第四引脚，所述第一芯片与所述第二芯片

通过第五引线、第六引线、第七引线连接，所述第二芯片通过所述第八引线至第十一引线分

别连接所述第五引脚至第八引脚；

所述塑封料为环氧树脂；

所述基岛引脚的材料均为铜，所述基岛、引脚的表面镀银。

[0006] 采用本发明的上述结构，在一个框架内设置两个基岛，在基岛上分别安装相关联

的芯片，即将两个基岛和相关联的芯片通过塑封料封装在一个塑封体内，满足了多个芯片

说　明　书 1/3 页

3

CN 109979892 A

3



或不同极性的芯片共同作用的要求，提高了使用的灵活性，其无需增大基岛面积或再增加

额外的封装结构，降低了投入成本，避免了集成电路板结构复杂、产品整体性能差的问题出

现；所述第一基岛、第二基岛以所述框架的横向中心线为轴对称布置，上侧的引脚和下侧的

引脚分别与其邻近的基岛上的所述芯片连接。这种布置结构缩短了芯片与引脚连接的引线

的长度，降低了引线变形的隐患，同时减少了引线的用量，降低了投入成本，提高了加工效

率，避免了集成电路板结构复杂、产品整体性能差的问题出现。

附图说明

[0007] 图1为传统的ESOP8框架的结构示意图；

图2为为本发明的主视的结构示意图；

图3本发明的芯片通过引线与引脚连接的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 见图2、图3，一种ESOP8双基岛封装框架，其包括基岛1、引脚2，基岛1、引脚2的材料

均为铜，基岛1、引脚2的表面镀银，基岛1、引脚2通过塑封料封装，塑封料为环氧树脂，引脚2

和基岛1上的芯片连接，引脚2包括八个：八个引脚2分为两组分布于框架3的上侧、下侧，基

岛1包括两个：第一基岛11、第二基岛12，所述第一基岛11、第二基岛12以框架3的横向中心

线为轴对称布置，上侧的引脚和下侧的引脚分别与其邻近的基岛1上的芯片连接,本实施例

中，引脚2包括八个：第一引脚21至第八引脚28，将引脚2分为两组分布于框架3的两侧，两组

引脚2以框架3的横向中心线为轴对称布置，第一基岛11、第二基岛12横向平行布置于框架3

上，第一基岛11布置于框架3上、靠近其中一组引脚2的一侧，第二基岛12布置于框架3上、靠

近另一组引脚2的一侧，第一基岛11、第二基岛12以框架3的横向中心线为轴对称布置，基岛

1上分别安装有相关联的芯片4，本实施例中芯片包括两个，分别为第一芯片41、第二芯片

42，第一芯片41布置于第一基岛11上，第二芯片42布置于第二基岛12上，第一芯片41的型号

为：GS069W，第二芯片42的型号为：BL6281，引线包括十一根，分别为：第一引线51至第十一

引线61，第一芯片41通过第一引线51至第四引线54分别连接第一引脚21至第四引脚24，第

一芯片41与第二芯片42之间通过第五引线55至第七引线57连接，第二芯片42通过第八引线

58至第十一引线61分别连接第五引脚25至第八引脚28，装有该芯片的ESOP8双基岛封装框

架的封装结构可用于工业控制领域的精密电源电路装置中，起到稳定电压，确保电压信号

更加稳定的作用。

[0009] 其具体工作原理如下所述：对ESOP8双基岛封装框架进行封装，在整体外型和引脚

间距不变的情况下，将一个基岛改为两个基岛;实现了一个产品内两只芯片的封装。具体

的：在第一基岛11、第二基岛12上分别点粘片胶，将第一芯片41粘结于第一基岛11上，将第

二芯片42粘结于第二基岛12上，通过引线将第一芯片41、第二芯片42分别与各引脚2连接，

后整体放入模压机磨具中，高温注入塑封料，把第一基岛11、第二基岛12、基第一芯片41、第

二芯片42，第一引脚21至第六引脚26，包围起来，构成封装件，然后通过吹冷风方式将整个

封装件冷却，塑封料在冷却作用下形成塑封体；将塑封后的框架放入超声波扫描仪（美国 

SONOSCAN公司）检测是否有气洞，从而检测封装件的分层情况，通过检测，本封装结构具有

较好的结合力。
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[0010] 在框架3上设置两个基岛1，第一基岛11、第二基岛12横向平行布置于框架3上，且

第一基岛11、第二基岛12以框架3的横向中心线为轴对称布置，可有效减少基岛1与塑封体

之间的分层，确保该框架3与塑封体之间具有较好的结合力；将芯片布置于与该芯片相连接

的一组引脚相邻的基岛上，使引线的长度大大缩短，引线变形隐患的降低以及引线用量的

减少，可进一步减少框架与塑封体之间的分层，确保该框架与塑封体之间具有较好的结合

力；

本装置将现有的有关联作用的两个或多个封装件组合封装在一个封装件内，减少了外

部连线，节约了封装成本，同时外部连线的减少可有效降低外部环境对封装件整体性能的

干扰，提高了产品稳定性；本发明将需要由两个或多个封装件实现的功能由一个封装件替

代，而其所占的体积与一个封装体相同，大大简化了集成电路板的结构，降低了制造成本。
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图1

图2
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图3
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